
封装设计 

测试方案设计 

掩模版设计 

热/结构/工艺仿真 

SI\PI\EMI 信号仿真 

一站式设计&仿真服务 



设计&仿真软件平台介绍 
类别 序号 软件名称 软件用途 

版图设计
软件 

1 
Mentor/Graphics 

SiP 

产品模块：Graphics SiP设计包 
产品功能：封装版图设计 

2 
Cadence/ System 

SI 

产品模块：Cadence SIP Layout-XL、Cadence SIP Digital Architect 

产品功能：封装版图设计 

电学仿真
软件 

3 Ansys/HFSS 
产品模块：HFSS软件、HPC、Optimetrics模块 

产品功能：三维高频结构电磁场频域仿真 

4 Ansys/Siwave 
产品模块：Siwave软件、Ansoftlinks模块 

产品功能：信号完整性、电源完整性、EMI/EMC设计仿真 

5 Ansys/Designer SI 
产品模块：Designer SI模块 

产品功能：数字/模拟/RF系统仿真 

6 ADS 

产品模块：ADS core、RF architech and Synthesis Element、WLAN/LTE-

A Baseband Verification Library、Radar Model Library、 SystemVue 

Comms Architect Perpetual bundle、 Gerber Union element 

产品功能：射频微波电路/通信系统仿真设计 

7 Cadence/Sigrity 

产品模块：PowerSI、SystemSI、XcitePI Extraction、XtractIM、3D-EM、
SPEED2000、Broadband SPICE、CAD Translators、T2B 

产品功能：信号完整性仿真、电源完整性、EMI/EMC设计仿真 

8 
Mentor/HyperLynx 

PI 

产品模块：HyperLynx PI 

产品功能：电源完整性仿真 

热管理，
热机械，
工艺仿真

软件 

9 Moldex 3D 
产品模块：Moldex3D IC Package 

产品功能：模流分析 

10 Ansys 
产品模块：Ansys Icepak 

产品功能：热仿真 

11 COMSOL 
产品模块：COMSOL 

产品功能：电化学、等离子体、光学、结构力学及传热仿真 



华进设计能力概述 

有机封装 

设计 

引线框架 

设计 

软件平台 
     

有机封装设计 

• 先进封装，POP、2.5D PKG、FOWLP、etc. 

• 传统封装，SoC封装、SIP、MEMS、etc. 

• 柔性基板 

• 测试板 

硅基板 

•Interposer 

•Daisy Chain芯片 

•Mask 

引线框架 

• 先进封装，AQFN、IPM、etc. 

• 传统封装，QFN、QFP、TSSOP，etc. 

陶瓷封装 

• LTCC、HTCC封装、etc. 

产线治具 

• Assembly夹具 

• 测试治具 

原理图 



Item Electrical Simulation Thermal Analysis Mechanical Analysis 

1 
Impedance matching and 

control 
Thermal management 

design 
Molding and underfill 

simulation  

2 
Lumped parameter 
elements extraction 

Thermal transient/ steady-
state simulation 

TSV/RDL plating simulation 

3 S parameters extraction Hot spot effect evaluation 
Reliability simulation and Life 

prediction 

4 TDR analysis Thermal resistance analysis PKG Warpage analysis 

5 Signal integrity analysis  PKG Stress strain analysis 

6 Power integrity analysis 
Package defect 

analysis 

7 EMI analysis Delamination Risk analysis 

8 IPD simulation 

9 System Simulation 

华进仿真能力概述 

软件平台 
     



环境温度 20摄氏度 

测试板尺
寸 

20*20cm 

标准 JEDEC标准 

散热方法 顶层散热片 
底层Al板散热 

图四 热测试板制作 
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仿真案例-热学仿真与热测试验证 

图一 热仿真模型 

图三 热仿真主要参数        图五 仿真结果 
仿真和实验验证误差在3℃以内 

图二 热仿真温度云图 



仿真案例- Molding工艺仿真 

填充分析 金线偏移分析 



仿真案例-电学仿真平台 

 拥有行业主流仿真软件，覆盖频域/时域分析、结构/电路分析、芯片-封装-系

统/电-热-机械协同分析 

电学仿真能力

阻抗匹配分析

眼图分析

SSN噪声分析

封装参数提取

S参数优化分析近场/远场EMI分析



基板PCIE传输线仿真 基板插入损耗S21 

转接板上传输线结构 转接板传输线插入损耗S21 

仿真案例- 2.5D封装信号完整性仿真 

 chip

Interposer

BT substrate

Underfill 1

Underfill 2

BGA ball

Micro bump

TSV

Interposer ball

协同仿真电路图 

系统眼图仿真 

高密度2.5D(TSV数量>9000)封装，
芯片-TSV转接板-有机基板协同设计
仿真与优化 



仿真案例- FC+WB混合封装电学仿真 

通道眼图仿真 PDN交流阻抗分析 

SSN噪声分析 

高密度（>1500pin）FC+WB堆叠封装设计
与仿真；实现较短的互连路径、较小的
封装寄生参数、封装小型化、较低的成
本 

1560MHz近场电场分布 


